LA FAILURE ANALYSIS

FISICA DEI MECCANISMI DI GUASTO

STUDIA | MODI E MECCANISMI DI GUASTO,
NE INDIVIDUA LE CAUSE E LA PERICOLOSITA’,
AIUTA A DEFINIRE LE CONDIZIONI DI
PROVE ACCELERATE E SETACCIATURE,
FORNISCE | MODELLI DI DEGRADAZIONE
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LA FAILURE ANALYSIS

GUASTO
Cessazione dell’ attitudine di un oggetto ad adempiere
allafunzionerichiesta

MODO DI GUASTO
Effetto che rende evidenteil guasto

MECCANISMO DI GUASTO
Processo chimico, fisico o di altra natura che provoca

il guasto
UNI 8000
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LA FAILURE ANALYSIS

GUASTO CATASTROFICO
Guasto che é allo stesso tempo improvviso e totale

GUASTO PER DEGRADAZIONE
Guasto che é allo stesso tempo progressivo e parziale

GUASTO PERTINENTE

Guasto daincludere nél’inter pretazione dei risultati

di prova o nel calcolo del valore di una caratteristica

di affidabilita

GUASTO NON PERTINENTE

Guasto da escludere ndll’inter pretazione dei risultati

di prova o nel calcolo del valore di una caratteristica

di affidabilita UNI 8000
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LA FAILURE ANALYSIS

FAILURE ANALYSIS: ANALISI “POST MORTEM”
DEI DISPOSITIVI SUPPOSTI GUASTI
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LA FAILURE ANALYSIS

HA LO SCOPO DI:

* VERIFICARE IL GUASTO

+ IDENTIFICARE IL MODO DI GUASTO

* IDENTIFICARE IL MECCANISMO DI GUASTO
* DEFINIRE DELLE AZIONI CORRETTIVE

* DOCUMENTARE L’ANALISI EFFETTUATA
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LA FAILURE ANALYSIS

GUASTO GUASTO
ESTRINSECO INTRINSECO

GUASTO DOVUTO
ADUNDIFETTO
DEL COMPONENTE

GUASTO DOVUTO
ALL’APPLICAZIONE
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LA FAILURE ANALYSIS: MODI DI GUASTO

PARAMETRICI

14%
FUNZIONALI BUONI

* 6%
1%

MECCANICI

39%

CATASTROFICI ALTRI
39% 1%

CIRCUITI INTEGRATI ANALIZZATI IN TELETTRA NEL PERIODO 1986/1991
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LA FAILURE ANALYSIS: MODI DI GUASTO

ORIGINE DEL GUASTO
(per i soli dispositivi NON diagnosticati “buoni”)

origine PROD. | ESER. | COLL. PROVE
ESTRINSECA 98.9 97.1 49.0 4.3
INTRINSECA 1.1 2.9 51.0 95.7
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LA FAILURE ANALYSIS
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LA FAILURE ANALYSIS
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LA FAILURE ANALYSIS

 ESEMPIO III

(SToMoS e
PROVENITENZA: Incoming Inspection
000 di GUASTO: CATASTROFICO - Co
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LA FAILURE ANALYSIS

ESEMPIO IV

DISPOSITIVO:
PROVENIENZA:

- MODO di GUASTO

 L'esame EBIC

_cio indica una poss

-~ ORIGINE del
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LA FAILURE ANALYSIS

. ESEMPIO VI

ODUZIONE ~ '
CATASTROFICO - circuito aperto a va

! : a strappo” di mol
flussente attraverso la frattura ha poi accelerato il

| ORIGINE del GUASTO: ESTERNA - difettosa attrezzatura per moritaggio aut
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@ tecnologia MOS
{tutte le provenlenze)
POLYS| B. 4%
055101 11 7% CONMNESS 6.1%
/ PACKAGE 4 B%
////,/f;.. SEMIC 1. 1%
P
NON IDENTEEICA D 6%
METAL §7.3%
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